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Abstract (en)
The component has a coil core (5) for holding a coil, and a flange i.e. plate, projected radially over a cylindrical coil core (4). A shielding ring
surrounds the coil core with distance from the component. The shielding ring is connected together with the coil core, where an air gap is formed
between the coil core and shielding ring at a position. A positioning unit is fixed between the flange and the shielding ring for correcting dimensions
of the air gap. An inner shoulder is formed on an end corner of the shielding ring, where the end corner of the shielding ring faces to the flange.

Abstract (de)
Ein Bauelement zur Bildung eines Induktionsbauteils enthält einen Spulenkörper mit einem Kern und zwei an den jeweiligen axialen Enden des
Kerns ausgebildeten radial vorspringenden Flanschen, von denen der eine Flansch zur Befestigung an einer Leiterptatte ausgebildet ist und größer
ist als der andere Flansch. Der Spulenkörper ist an seiner Außenseite von einem Schirmring umgeben, der auf dem großeren der beiden Flansche
aufsitzt. Hierzu hat der Schirmring an der unteren Stirnkante eine nach innen gerichtete Stufe, deren einer Schenkel eine Auflagefläche zur Auflage
auf der Innenseite des Flanschs bildet. Der andere Schenkel bildet eine Anlagefläche zur Anlage an dem Außenrand des Flanschs. Die Stufe
läuft vorzugsweise um den gesamten Urnfang des Schirmrings herum. Dadurch wird ein zwischen dem oberen Flansch und der Innenseite des
Schirmrings gebildeter Luftspalt in seiner Größe und Position festgelegt.
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